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１．概要（Summary ）： 
 早稲田大学の水野 准教授が有する異種基材の樹脂

フィルムに対して低温接合を行うための初期検討を

議論した。本課題では、対向する異種フィルム接合面

のそれぞれにシランカップリング剤により自己組織

的に官能基修飾を行い、官能基修飾を用いた樹脂フィ

ルム接合技術開発の課題検討を行った。その結果、

100℃以下の低温でプラズマによる表面処理なしに接

合ができる可能性を見出すことができた。 
  
２．実験（Experimental）： 
なし。  
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
なし。 
 
６．関連特許（Patent）： 
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